
新闻稿 +++ 深圳国际 3D 打印、增材制造及精密成型展览会 

深圳国际会展中心，2026 年 8 月 26 至 28 日 

 

 

 

2026 年 Formnext Asia Shenzhen 火力全开，以增材制造应对

AI 散热挑战 

 
深圳，2026 年 5 月 11 日。2026 年深圳国际 3D 打印、增材制造及精密成型展览会

（Formnext Asia Shenzhen）将于 8 月 26 至 28 日重返深圳国际会展中心，展会将加大

聚焦增材制造技术如何应用于人工智能（AI）基础设施领域增长最快的工程技术需求之

一：热管理。随着高密度 AI 服务器芯片的发热量突破传统风冷散热极限，制造商正转向采

用增材制造技术生产结构复杂、传统机加工难以实现的液冷组件。本届展会将展示该应用

领域的核心设备与材料，展品范围还将全面覆盖增材制造系统、材料、软件、后处理及生

产服务等全产业链。目前已确认参展的企业包括：创想三维、复志科技、汉邦激光、华曙

高科、金石三维、联泰科技、Meshy AI、南方增材、南通强生、Tripo AI、拓竹科技、远

铸智能、中体新材、众远新材料以及众智激光。 

 

新一代 AI 算力的热管理将成为 2026 年展会的核心应用主题之一。届时，一众参展企业将

集中展出涵蓋液冷部件全流程的工业 3D 打印产业链，从金属粉末原材料到批量部件生产服

务一应俱全。展会同期还将新设增材制造在液冷与热管理领域应用的专题论坛。 

 

增材制造破解 AI 散热难题 

AI 基础设施算力越强，对组件散热的需求就越大。随着算力负载持续提升，新一代处理器

产生的热量已超出传统风冷系统能够可靠处理的范围。液冷技术成为更高效的替代方案，

冷却液在直接贴合芯片的金属冷板内部流道中循环流动，在热量积聚前快速将其冷却。 

 

然而常规机械加工工艺难以实现这类复杂内部流道结构。加工直线液体流道难度较低，但

贴合芯片轮廓的曲线、分叉及异形流道的难度则完全不同。传统方案通常需要将多个金属

部件拼接组装，而每一处拼接缝都可能成为泄漏隐患，对精密且昂贵的电子元器件构成安

全威胁。增材制造技术恰好能解决这一痛点，增材制造可将冷板、换热器等部件一体化打

印成型，无需拼接，同时为内部流道设计提供更大自由度。 

 

液冷技术曾是小众专用方案，如今正迅速成为 AI 基础设施的主流选择。高盛预计，液冷 AI 

服务器的市场渗透率将从 2024 年的 15% 攀升至 2026 年的 76%1；路透社援引摩根大通报

告称，2026 年全球 AI 服务器液冷系统市场规模将突破 170 亿美元，而去年仅为 89 亿美元
2。 

 

为顺应这一高速增长的市场需求，2026 年 Formnext Asia Shenzhen 将汇聚全球增材制造

核心供应链，集中展示规模化液冷生产所需的打印设备、金属粉末及批量生产服务。 

 

 
1 AI supercharges the race for liquid cooling solutions: what’s in store for 2026? Lombard Odier，2026 年 1 月 12

日，https://qr.messefrankfurt.com/088db，摘录于 2026 年 4 月 21 日 
2 Google in talks with China's Envicool, others to buy data centre cooling systems, sources say. Reuters，2026 年 3

月 17 日，https://qr.messefrankfurt.com/h70d7，摘录于 2026 年 4 月 21 日 



其中，增材制造设备供应商如宝辰鑫激光、倍丰智能、大族聚维、华曙高科、惠普增材、

美光速造、南方增材、希禾增材及众智激光，将展出可加工纯铜及铜合金的激光与选区激

光熔化（SLM）设备。铜及铜合金因其卓越的散热性能，在散热应用中备受青睐，但长期

以来难以通过金属增材制造工艺打印成型。有研增材与众远新材料则将带来专为 3D 打印散

热部件研发的铝基、铜基粉末材料。 

 

展会现场还将演示粘结剂喷射成型与粉末挤出成型技术。惠普增材将演示采用粘结剂喷射

技术批量生产铜质散热部件，而升华三维将展出用于隔热与热管理领域特种陶瓷的粉末挤

出成型设备。 

 

全新液冷增材制造论坛及同期展会齐探讨 AI 热管理 

除展品展示外，展会将全新开设热管理与液冷增材制造专题论坛，深入探讨增材制造在热

管理领域的应用。论坛将邀请行业专家及参展企业代表，分享 3D 打印部件在 AI 服务器场

景的应用案例。同期活动还将延伸至低空航空与无人机、新能源汽车、机器人等新兴工业

领域的增材制造应用。 

 

2026 年展会将与亚太地区电力电子、智能驱动、可再生能源及能源管理领域的领先展会深

圳国际电力元件、可再生能源管理展览会暨研讨会（PCIM Asia Shenzhen） 同期举办。

2026 年 PCIM Asia Shenzhen 同样将重点拓展人工智能与数据中心应用主题。对

Formnext Asia Shenzhen 的参展商而言，两展同期举办意味着他们将可直接对接高密度算

力供电领域的工程师、部件供应商及系统专家，更精准对接终端需求、采购资源及产业合

作关系。 

 

增材制造全产业链参展商 

本届展会展品范围包括金属与聚合物打印设备、材料、软件、检测及后处理等全领域，截

至目前已确认的参展企业包括： 

 

• 金属增材制造设备：创瑞激光、德亿纬、铬莱铂、海天增材、华曙高科、金石三

维、南方增材、英尼格玛、易制科技、增谊科技及众智激光 

• 其他 3D 打印设备：博理科技、创想三维、复志科技、蓝芯智能、联泰科技、普利

生、闪铸科技、盈普三维、远铸智能、智能派及中瑞科技 

• 金属材料：聚塔时代、欧中、旭阳新材、云火新材料、中体新材及众远新材料 

• 其他材料：金发生物、链维智造、南通强生、三绿 SUNLU、神说科技及易生 eSUN 

• 软件：倍思软件、Deep-Mesh、DreamTech、Hitem 3D、美构科技、Meshy AI 及

Tripo AI 

• 扫描、后处理及相关技术： 宝辰鑫激光、Becker、大族光子、德莱特、Optris、思

看科技及知象光电 

 

更多展商信息将适时公布。更多详情，请访问 www.formnext-shenzhen.com 或发送邮件至

formnextasia@china.messefrankfurt.com。 

 

Formnext Asia Shenzhen 由广州光亚法兰克福展览有限公司主办。展会同时也是 Formnext

品牌一系列全球展会的成员之一。法兰克福国际精密成型及 3D 打印制造展览会

（Formnext）是全球规模最大的增材制造与下一代生产技术贸易盛会，下届 Formnext 展会

将于 2026 年 11 月 17 至 20 日在德国法兰克福举行。 

 

-完- 
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法兰克福展览集团简介 

法兰克福展览集团是全球最大的拥有自主展览场地的展会主办机构，其业务覆盖展览会、

会议及活动，在全球 29 个地区聘用约 2,700*名员工，业务版图遍及世界各地。2025 年营

业额约 7.66 亿欧元*，集团与众多行业领域建立了丰富的全球商贸网络并保持紧密联系，在

展览活动、场地和服务业务领域，高效满足客户的商业利益和全方位需求。法兰克福展览

集团核心优势在于遍布世界各地庞大、紧密的国际行销网络，覆盖全球约 180 个国家。多

元化的服务呈现在活动现场及网络平台的各个环节，确保遍布世界各地的客户在策划、组

织及进行活动时，能持续享受到高品质及灵活性。我们正在通过新的商业模式积极拓展数

字化服务范畴，可提供的服务类型包括租用展览场地、展会搭建、市场推广、人力安排以

及餐饮供应。作为核心战略体系之一，集团积极实践可持续化经营理念，在生态、经济利

益、社会责任和多样性之间达成有益的平衡。有关集团可持续发展进一步资料，请浏览网

页：www.messefrankfurt.com/sustainability。集团总部位于德国法兰克福市，由该市和黑

森州政府分别控股 60%和 40%。有关公司进一步资料，请浏览网页：

www.messefrankfurt.com.cn。 

* 2025 年初步数字 
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